Instrukcja bezpieczenstwa uzytkowania
obudowy komputera (zgodnie z zasadami
ogolnego bezpieczenstwa produktow UE)

1. Zastosowanie wyrobu

¢ Obudowa jest przeznaczona wytgcznie do montazu standardowych komputeréw stacjonarnych z
plytami gléwnymi kompatybilnymi z formatem ATX / Micro ATX / Mini ITX (zgodnie z danymi
producenta ptyty gléwnej i podzespotdw).

e Produkt jest przeznaczony do uzytku wewnatrz pomieszczen, w srodowisku biurowym lub
domowym.

e Nie jest przeznaczony do zastosowan przemystowych, w sSrodowisku o podwyzszonym
zapyleniu, wilgotnosci, wibracjach, ani w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

2. Grupa uzytkownikow

e Montaz i rozbudowa komputera w tej obudowie powinny by¢ wykonywane przez osoby doroste,
posiadajace podstawowa wiedze techniczng z zakresu sprzetu komputerowego.

e Dzieci i mlodziez moga uzytkowa¢ komputer w zmontowanej obudowie wylacznie pod
nadzorem osoby dorostej.

e Nie zezwalaj dzieciom na zabawe obudowa, kablami, wentylatorami ani elementami szklanymi.

3. Ogolne ostrzezenia bezpieczenstwa

e Przed jakakolwiek instalacjq, czyszczeniem, rozbudowa lub przenoszeniem komputera zawsze
odlacz przewad zasilajacy od gniazda sieciowego oraz wylacz zasilacz (jesli posiada osobny
wylacznik).

¢ Nie dotykaj elementéw wewnetrznych komputera mokrymi dtorimi i nie pracuj w wilgotnym
Srodowisku.

¢ Nie modyfikuj mechanicznie obudowy (wiercenie, ciecie, zginanie konstrukcji, ingerencja w
szklo) — moze to spowodowac utrate stabilnosci, skaleczenia lub uszkodzenie podzespotow.

e Nie uzywaj obudowy, jesli jest widocznie uszkodzona (pekniecia szkla, odksztatcenia
metalowych elementéw, uszkodzone przewody, luzne elementy).

4. Bezpieczenstwo zwigzane z panelem ze szkla hartowanego

e Obudowa zawiera panele z hartowanego szkla. Szklo moze ulec rozbiciu przy silnym uderzeniu,
upadku lub punktowym nacisku.
e Podczas przenoszenia i montazu zawsze chwy¢ obudowe za metalowq czes¢ konstrukcji, a nie za
szklo.
e Nie opieraj sie o szklane panele, nie stawiaj na nich przedmiotdw i nie wywieraj silnego nacisku.
e Podczas demontazu paneli szklanych odkladaj je na miekka, r6wna powierzchnie, unikaj
kontaktu krawedzi szkla z twardymi przedmiotami.
e W przypadku pekniecia lub rozbicia szk}a:
o nie dotykaj odlamkéw gotymi rekami — uzyj rekawic ochronnych,
o dokladnie usun odtamki z okolicy,



o nie uzywaj obudowy do czasu wymiany uszkodzonego elementu na odpowiedni panel
szklany.

5. Stabilnosc i ustawienie obudowy

e Ustaw obudowe na stabilnej, r6wnej i nosnej powierzchni, zdolnej utrzymac ciezar obudowy
oraz wszystkich zainstalowanych podzespotow.

¢ Nie umieszczaj obudowy na miekkich powierzchniach (16zko, grube dywany), ktére mogltyby
blokowac wloty i wyloty powietrza lub prowadzi¢ do przewrocenia.

e Zapewnij wolna przestrzen dla wentylacji: zalecana jest co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z
przodu, z tytu i nad obudowa.

¢ Nie ustawiaj obudowy w miejscu, gdzie jest narazona na bezposrednie dziatanie zrodet ciepta
(grzejniki, promieniowanie stoneczne), wibracje (przy maszynach, glosnikach o duzej mocy) lub
wode (lazienka, kuchnia, zlew).

6. Warunki srodowiskowe

e Uzywaj obudowy w typowych warunkach pokojowych:
o temperatura otoczenia: zwykle 10-35 °C (zgodnie z wymaganiami podzespotow),
o wilgotnos$¢ wzgledna: 20-80% bez kondensacji.
e Unikaj gwattownych zmian temperatury, ktore mogg powodowac¢ kondensacje pary wodnej
wewnatrz obudowy.
e Chron obudowe przed dzialaniem cieczy: nie stawiaj na niej napojow, nie uzywaj w jej poblizu
otwartych pojemnikow z woda. W razie rozlania natychmiast wylacz zasilanie i odlacz przewody.

7. Bezpieczenstwo elektryczne i podlaczenia

e Upewnij sie, ze zasilacz komputera odpowiada obowigzujagcym normom bezpieczenstwa i jest
prawidlowo dobrany do poboru mocy podzespotow.

e Wszystkie polaczenia zasilania (ptyta gtéwna, karta graficzna, dyski, wentylatory) wykonuj
zgodnie z instrukcjami producentow podzespotow.

e Nie przecigzaj gniazd sieciowych i listew zasilajacych — tgczna moc podlaczonych urzadzen nie
moze przekraczac¢ dopuszczalnej wartosci dla danego obwodu.

¢ Nie uzywaj uszkodzonych przewoddéw zasilajacych, przejsciowek ani listew
przeciwprzepieciowych.

¢ Nie ciagnij za przewody podczas odlgczania — wyjmuj wtyczke, trzymajac za korpus.

8. Ochrona przed wyladowaniami elektrostatycznymi (ESD)
podczas montazu

¢ Przed dotknieciem podzespotéw elektronicznych (ptyta gtéwna, procesor, karta graficzna, pamie¢
RAM, dyski) roztaduj tadunek elektrostatyczny:
o dotknij uziemionego elementu metalowego (np. metalowej czesci grzejnika), lub
o uzyj opaski antystatycznej zgodnie z jej instrukcja.
¢ Nie pracuj na powierzchniach silnie naelektryzowanych (grube dywany, koce z tworzyw
sztucznych).
e Podzespoty elektroniczne przechowuj w opakowaniach antystatycznych do momentu instalacji.

9. Montaz podzespolow wewnatrz obudowy



11.

13.

Przed rozpoczeciem montazu zapoznaj sie z instrukcjami montazu poszczegélnych elementéw
(ptyta gléwna, zasilacz, chtodzenie, dyski, karta graficzna).

Upewnij sie, Ze wymiary podzespotow mieszczg sie w dopuszczalnych zakresach dla tej
obudowy (dhugosc¢ karty graficznej, wysokos¢ chtodzenia procesora, dlugosc¢ zasilacza, wymiary
chlodzenia ciecza).

Uzywaj wylacznie dostarczonych lub odpowiednich srub i elementéw montazowych; nie stosuj
nadmiernej sity podczas dokrecania.

Nie montuj elementéw w sposob prowizoryczny (bez Srub, przy uzyciu tasmy, kleju itp.).
Upewnij sie, Ze zaden przewdd nie jest przytrzasniety przez panel boczny, wentylator lub inng
ruchomag czesc.

Wentylatory, obieg powietrza i halas

Obudowa moze by¢ wyposazona w kilka wentylatoréw. Podczas pracy komputera nie wkladaj
palcow ani przedmiotéw w okolice obracajacych sie wirnikow.

Wszelkie modyfikacje wentylatorow (demontaz oston, ciecie przewodéw, samodzielne
lutowanie) zwiekszaja ryzyko obrazen i uszkodzen sprzetu — nie sq zalecane.

Przy podiaczaniu wentylatorow do ptyty gtéwnej lub kontrolera oswietlenia stosuj sie do
oznaczen ztacz (PWM, ARGB, 5V/12V). Nie podiaczaj ztaczy w sposéb niezgodny z
oznaczeniem napiec.

W razie pojawienia sie nienaturalnych dzwiekow (tarcie, stukanie, gwattowny wzrost hatasu)
natychmiast wylacz komputer i skontroluj stan wentylatorow.

Oswietlenie ARGB

Elementy oSwietleniowe ARGB wymagaja prawidlowego podtgczenia do kompatybilnych ztaczy
na plycie gtéwnej lub kontrolerze.

Nie przekraczaj liczby wentylatorow i elementéw podlaczanych do jednego ztacza powyzej
wartosci dopuszczalnych przez producenta ptyty gtownej lub kontrolera.

Nie rozbieraj diod LED, nie uszkadzaj przewodow ani zlaczy; moze to spowodowac zwarcie.

Chlodzenie powietrzne i wodne

Przy instalacji systemu chtodzenia — powietrznego lub wodnego — postepuj $cisle wedtug
dokumentacji producenta danego chtodzenia.
W przypadku chtodzenia wodnego:

o upewnij sie, Zze wszystkie polaczenia sa szczelne,

o nie uruchamiaj komputera, jesli widoczne sa slady wycieku cieczy,

o w razie wycieku natychmiast wylacz zasilanie, odlacz przewdd zasilajacy i odlacz

wszystkie urzadzenia peryferyjne.

Nie instaluj radiatoréw ani pomp w sposob niezgodny z zaleceniami (np. w pozycji mogace;j
sprzyjac¢ zapowietrzeniu ukladu).

Filtry przeciwkurzowe i czyszczenie

Obudowa moze zawierac filtry przeciwkurzowe (m.in. na gorze i przy zasilaczu). Regularne
czyszczenie filtrow jest niezbedne do prawidlowego chlodzenia.

Przed wyjeciem filtréw lub otwarciem obudowy zawsze wytacz komputer i odtacz go od
zasilania.

Filtry oraz powierzchnie metalowe czys¢ miekka, sucha lub lekko wilgotna Sciereczka. Nie
uzywaj agresywnych srodkow chemicznych ani aerozoli w poblizu otworéw wentylacyjnych.



¢ Nie stosuj odkurzaczy o bardzo duzej mocy bezposrednio przy delikatnych elementach
wewnetrznych — moze to powodowac wyladowania elektrostatyczne.

14. Ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami

¢ Nie uzywaj obudowy w srodowisku o duzym zapyleniu (warsztaty stolarskie, budowy,
pomieszczenia z duzg iloscia pytéw przemystowych).

e Regularnie (np. co 3—6 miesiecy, w zaleznosci od warunkéw) kontroluj wnetrze obudowy i w
razie potrzeby delikatnie usuwaj kurz.

e Przy czyszczeniu uzywaj sprezonego powietrza dostosowanego do elektroniki lub delikatnego
pedzelka antystatycznego.

15. Srodki ostroznosci przy przenoszeniu i transporcie

e Przed przeniesieniem komputera w obudowie odlacz wszystkie przewody (zasilanie, monitor,
urzadzenia USB itd.).

e Jezeli w obudowie zainstalowana jest ciezka karta graficzna lub inne masywne podzespoty,
zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci i unikanie gwattownych wstrzagséw oraz upadkow.

¢ Do transportu uzywaj oryginalnego opakowania lub innego opakowania ochronnego, szczegdlnie
zabezpieczajacego panele szklane.

16. Ochrona danych i cigglos¢ pracy

¢ Nagle odciecie zasilania (np. wyjecie wtyczki podczas pracy) moze prowadzi¢ do utraty danych
lub uszkodzenia systemu plikow. Zawsze wylaczaj system operacyjny w prawidlowy sposdb
przed odlaczeniem zasilania.

e Rozwaz uzycie urzadzen ochronnych (np. listwy przeciwprzepieciowej lub UPS) zgodnie z ich
instrukcja, aby ograniczy¢ skutki wahan napiecia i przerw w dostawie pradu.

17. Sytuacje wymagajace natychmiastowej reakcji

Natychmiast wylacz komputer, odtacz przewdd zasilajacy od gniazda i nie uzywaj urzadzenia, jesli
wystapi ktorekolwiek z ponizszych:

zapach spalenizny, dym, iskry, nietypowe przegrzewanie sie obudowy,

widoczny wyciek cieczy z ukladu chlodzenia wewnatrz obudowy,

pekniecie panelu szklanego lub odksztatcenie konstrukcji,

silne, nietypowe wibracje lub hatas dochodzacy z wentylatorow czy elementow mechanicznych,
uszkodzenia przewodow zasilajacych lub sygnatowych.

18. Utylizacja i koniec eksploatacji

¢ Po zakonczeniu eksploatacji obudowy nie wyrzucaj jej razem z odpadami komunalnymi, jesli
lokalne przepisy wymagaja selektywnej zbiérki odpadow elektrycznych i elektronicznych.

¢ Postepuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami
elektronicznymi oraz recyklingu metali, tworzyw sztucznych i szkla.

19. Przeglad okresowy



e W regularnych odstepach czasu (np. co 6-12 miesiecy, w zaleznosci od intensywnosci
uzytkowania) przeprowadz kontrole:
o stanu filtrow i ilo$ci nagromadzonego kurzu,
o mocowania $rub i stabilnoSci podzespotow,
o pracy wentylatorow oraz temperatur podzespotow (z wykorzystaniem odpowiedniego
oprogramowania monitorujacego),
o stanu przewodow, ztaczy i paneli szklanych.

Przestrzeganie powyzszych zasad ma na celu zminimalizowanie ryzyka obrazen ciata, uszkodzenia
sprzetu oraz zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami UE uzytkowania produktu.















